
C6A816x IntegraTM DSP+ARM®プロセッサ

MACが搭載されているため、高速ネットワー
ク対応アプリケーションを追加することができ
ます。
•SGX3Dグラフィックス・エンジン─最大27M
ポリゴン/秒（C6A8168のみ）
•複数のHDディスプレイのサポート（最大
1920×1280）

スケーラビリティ
ソフトウェア互換デバイスからなる幅広いポート
フォリオにより、お客様は開発経験のある
ARM9TMベ ー ス のOMAP-L138お よ び 
OMAP-L137デバイスから、この新しい
C6A816x IntegraプロセッサおよびIntegra製
品ポートフォリオに含まれる低消費電力かつ低
コストの“Integra DSP+ARMTM”シリーズへ
の移行が容易にできます。DSP信号処理を必
要としないアプリケーションには、TI SitaraTM 

ARM MPUが最適で、“Integra DSP+ARMTM”
シリーズで開発したOS含むソフトウェアを共通
に使うことが可能です。またより強力なHDビデ

概要
テキサス・インスツルメンツ（TI）は、現在の半
導体市場で最高の性能を発揮する浮動小数点
および固定小数点デジタル・シグナル・プロセッサ
（DSP）である最新のC6A816x IntegraTM 
DSP+ARMを発表しました。この製品は、高
性能ARM CortexTM-A8 CPU、超高速ペリフェ
ラル群、強力な3D グラフィックス、およびマル
チHD（ハイ・ディフィニション）ディスプレイ・エ
ンジンなどを内蔵しています。新製品の 
C6A816xシリーズは、高度な信号処理や解析
を実現し、外観検査や識別などのマシン・ビジョ
ン（画像認識）、高精度信号処理や分析など
の試験および測定アプリケーション、航空電子
機器やソナーなどの追跡および制御アプリケー
ションに最適です。

技術の詳細
高度に集積された内蔵アクセラレータならびに
高性能・ハイスピードのペリフェラルは、システム・
コストを削減し、かつ以下のユーザー・フレンド
リーな機能も実現します。
•最大1.6GHzで動作するDDR3/
DDR2外部メモリ・インターフェイ
スは、大量のデータを伴う信号
処理に重点が置かれたアルゴリ
ズムを実現する上で必要となるメ
モリ帯域幅を提供します。
•2レーン構成の5.0GT/s PCI 
Express（PCIe）2.0は、コン
ピュータのバックプレーンおよび
FPGAへの高速な接続を容易に
します。
•2つのハイスピードUSB 2.0ポート
•HDMI 1.3TX（出力）
•SATA3.0Gbpsインターフェイス
により、最大2台の外部ドライブ
の接続が可能。
•ギガビットイーサネット（GMII）

主な特長と利点
•半導体市場で最高の性能を発揮する、
1.5GHz動作の浮動小数点DSP「C674x」
を搭載し、従来実現が厳しかった高度・高
負荷の信号処理アルゴリズムを現実的なも
のにします。またこのC674x DSPコアは
浮動小数点および固定小数点の両方に対
応し、高い精度が求められるアプリケーショ
ンに対して適切な演算を実行することができ
ます。
•DSP+ARM統合SoC（システム・オン・チッ
プ）は、高度な信号処理、システム制御、
反応速度に優れたグラフィカル・ユーザー・イ
ンターフェイスの機能を、包括的にハイレベ
ル オペレーティング・システム上で制御・動
作させる製品に適しています。さまざまな機
能ならびにペリフェラルが内蔵されているた
め、ボード占有面積、消費電力、製造コス
ト、個々のメモリ・コストが削減され、さらに2
つのコア間を結ぶ高速な内部バスアーキテ
クチャにより、高速で大量のデータを滞るこ
となく処理することができます。
•高度に集積された、高速ペリフェラルには、
ネットワーク接続やストレージとの接続など、
さまざまな外部ICと高速データ転送が可能
で、大量のデータをやりとりするアプリケー
ションにストレスなく対応することができます。
•グラフィックス･エンジンおよびディスプレイ・
エンジンは、高機能3Dグラフィックス、
1920×1280の解像度を備えた高品位ディ
スプレイをサポートし、より直感的なグラフィ
カル・ユーザー・インターフェイス（GUI）でか
つ複数のディスプレイに同時に出力できる
能力があります。TIが 準 備するEZ 
Software Development Kit（SDK）を使
用することで、このデバイスをわずか数分で
容易に評価することができ、またこのEZ 
SDKには開発を開始する上で必要となるす
べてのソフトウェアとツールが含まれているた
め、開発者は一度のインストールであらゆる
開発を簡単にスタートすることができます。

▲C6A8168/67 プロセッサのブロック図
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オ機能を追加するアプリケーションには、ビデオ
エンジンを搭載したDaVinciTM デジタルメディア
プロセッサへ移行することも可能です。このス
ケーラビリティを実現するために、Integra製品
シリーズ内およびその他のTIプロセッサでは、ソ
フトウェア互換性が確保できる設計となってお
り、お客様において新規開発の最終製品を市
場投入する機会を大幅に増やし、また同時に
開発時間を大幅に削減します。

コミュニティ・サポート
C6A816x IntegraTMDSP+ARM®プロセッサ
は、e2e.ti.comのTIオンライン・コミュニティで
サポートされます。EZ SDK評価キットを使えば
わずか数分で容易にデバイスを評価することが
でき、開発をスタートする上で必要となるすべて
のソフトウェアやツールが含まれています。

すぐに開発作業を開始可能
C6A816x Integra DSP+ARMプロセッサの情
報はwww.tij.co.jp/c6a816xから入手できます。
開発作業は、本体モジュール基板、LCD 
panel、EZ SDKをはじめとする、ハードウェア・
ソフトウェアやツールを含むTI評価モジュール

（EVM）を使用すると、わずか数分で作業を開
始することができます。評価モジュールパートナ
ンバーはTMDXEVM8168DDR2で、価格は 
1,895ドルです。ビデオ・キャプチャ機能を備え
たDDR3タイプの評価モジュールも今後追加さ

れる予定です。

評価ハードウェア、ソフトウェア
◦開封してわずか数分で、LCDタッチ・スクリーン

が組み込まれたプロセッサ機能の評価が可能
◦すべてのソフトウェアやツールは、EVMキット

に同梱。
◦Linux OSバ ージョンを 提 供。 さら に 

Windows®Embedded®Compact7お よ び 
AndroidTM2.2も順次リリース予定。

　詳細な情報については、TI E2Eオンライン・
コミュニティ（e2e.ti.com）をご覧ください。

▲C6A816x DDR2評価モジュール
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